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河北LED电子灌封胶稳定供货

发布日期: 2025-09-21

    电子灌封胶在未固化前属于液体状，具流动性，胶液黏度根据产品的材料、性能、生产
工艺的不同而有所区别。灌封胶全然固化后才能实现它的使用价值，固化后可以起到防水防潮、
防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的功用。电子灌封胶的种类非常多，这次佰昂密
封就从材质类型上来简单讲讲，目前使用较多，常见的三种胶，即环氧树脂灌封胶，有机硅灌封
胶，聚氨酯灌封胶。三种灌封胶的区别，以便大家选择参考之用；1、环氧树脂胶：多为硬性，也
有少部分软性。比较大优点，对硬质材料粘接力好，灌封后无法打开，硬度高，绝缘性能佳，普
通的耐温在100，加温固化的耐温在150摄氏度左右，也有耐温在300摄氏度以上的，但价位非常贵，
一般无法实现大批量产。修复性不好。2、有机硅树脂灌封胶：固化后多为软性，粘接力差；优点，
耐高低温，可长期在250摄氏度使用，加温固化型耐温更高，绝缘性能较环氧树脂好，可耐
压10000V以上，价格适中，修复性好。3、聚氨酯灌封胶：粘接性介于环氧与有机硅之间，耐温
一般，一般不超过100摄氏度，气泡多，一定要真空浇注。优点，耐低温性能好。综上所述，有机
硅灌封胶，因为其易于返修，耐候性强，耐腐蚀等特性，深受市场认可。佰昂密封耐高低温电子
灌封胶具备耐臭氧和抗化学腐蚀性，具备防水防潮、防尘、密封、导热、绝缘、防腐蚀性。河
北LED电子灌封胶稳定供货

    与此对应的表面贴装技术与半导体集成电路技术一起跨人21世纪。随着技术的发展，出
现了许多新的封装技术和封装形式，如芯片直接粘接、灌封式塑料焊球阵列(CD-PBGA)、倒装片塑
料焊球阵列(Fc-PBGA)、芯片尺寸封装(CSP)以及多芯片组件(MCM)等，在这些封装中，有相当一部
分使用了液体环氧材料封装技术。灌封，就是将液态环氧树脂复合物用机械或手工方式灌入装有
电子元件、线路的器件内，在常温或加热条件下固化成为性能优异的热同性高分子绝缘材料。2、
产品性能要求灌封料应满足如下基本要求:性能好，适用期长，适合大批量自动生产线作业；黏度
小，浸渗性强，可充满元件和线间；在灌封和固化过程中，填充剂等粉体组分沉降小，不分层；
固化放热峰低，固化收缩小；固化物电气性能和力学性能优异，耐热性好，对多种材料有良好的
粘接性，吸水性和线膨胀系数小；在某些场合还要求灌封料具有难燃、耐候、导热、耐高低温交
变等性能。在具体的半导体封装中，由于材料要与芯片、基板直接接触，除满足上述要求外，还
要求产品必须具有与芯片装片材料相同的纯度。在倒装芯片的灌封中，由于芯片与基板间的间隙
很小，要求灌封料的黏度极低。为了减少芯片与封装材料间产生的应力。河北LED电子灌封胶稳
定供货佰昂密封有机硅灌封胶，可室温固化也可加温固化，自排泡性好，使用更方便。

导热灌封胶主要应用领域是电子，电器元器件及电器组件的灌封，也有类似于温度传感器灌封等
场合。聚氨酯灌封胶，这类胶又被称为PU灌封胶，通常由聚醋、聚醚和聚双烯烃等低聚物的多元



第 2 页 / 共 3 页

醇与二异氰酸酯, 以二元醇或二元胺为扩链剂, 经过逐步聚合而成。灌封胶通常可以采用预聚物
法和一步法工艺来制备。聚氨酯灌封材料的特点为硬度低, 强度适中, 弹性好, 耐水, 防霉菌,
防震, 透明, 有优良的电绝缘性和难燃性, 对电器元件无腐蚀, 对钢、铝、铜、锡等金属, 以及
橡胶、塑料、木质等材料有较好的粘接性。灌封材料可使安装和调试好的电子元件与电路不受震
动、腐蚀、潮湿和灰尘等的影响。

    随时间延长，黏度增长也越迅速。因此为使物料对线圈有良好的浸渗性，操作上应注意
如下几点：1)灌封料复合物应保持在给定的温度范围内，并在适用期内使用完毕。2)灌封前，产
品要加热到规定温度，灌封完毕应及时进入加热固化程序。3)灌封真空度要符合技术规范要求。
（2）灌封件表面缩孔、局部凹陷、开裂灌封料在加热固化过程中，会产生两种收缩，即由液态到
固态相变过程中的化学收缩和降温过程中的物理收缩。进一步分析，固化过程中的化学变化收缩
又有两个过程，从灌封后加热化学交联反应开始到微观网状结构初步形成阶段产生的收缩，我们
称之为凝胶预固化收缩。从凝胶到完全固化阶段产生的收缩我们称之为后固化收缩。这两个过程
的收缩量是不一样的。前者由液态转变成网状结构过程中，物理状态发生突变，反应基团消耗量
大于后者，体积收缩量也高于后者。凝胶预固化阶段(75℃/3h)环氧基消失大于后固化阶
段(110℃/3h)，差热分析结果也证明这点，试样经750℃/3h处理后其固化度为53%。若我们对灌封
产品的采取一次高温固化，则固化过程中的两个阶段过于接近，凝胶预固化和后固化近乎同时完
成，这不仅会引起过高的放热峰，损坏元件，还会使灌封件产生巨大的内应力。佰昂密封有机硅
电子灌封胶可以很好的避免元件、线路的直接暴露，改善器件的防水、防尘、防潮性能。

    我们一定要看灌封后的实际成本，而不要简单的看材料的售价。用于灌封的胶粘剂按照
功能分类有导热灌封胶、粘接灌封胶、防水灌封胶；按照材料分类有聚氨酯灌封胶、有机硅灌封
胶和环氧树脂灌封胶，对于选择软胶还是硬胶，其时两种都可以灌封、防水绝缘，如果要求耐高
温导热那么建议使用有机硅软胶；如果要求耐低温、那么建议使用有聚氨酯软胶；如果没有什么
要求，建议使用环氧硬胶，因为环氧硬胶比有机硅固化时间更快。环氧树脂灌封胶的应用范围广，
技术要求千差万别，品种繁多。从固化条件上分有常温固化和加热固化两类；而从剂型上分双组
分和单组分两类，还有就是常温固化环氧灌封胶一般为双组分的，它的优势在于灌封后不需加热
即可固化，对设备要求不高，使用方便，存在的缺陷是胶液混合物作业黏度大，浸渗性差，适用
期短，且固化物的耐热性和电性能不是很高，一般多用于低压电子器件的灌封或不宜加热固化的
场合使用。五、灌封工艺灌封产品的质量，主要与产品设计、元件选择、组装及所用灌封材料密
切相关，灌封工艺也是不容忽视的因素。环氧灌封有常态和真空两种灌封工艺。环氧树脂.胺类常
温固化灌封料，一般用于低压电器，多采用常态灌封。环氧树脂.酸酐加热固化灌封料。佰昂密封
有机硅灌封胶固化收缩率小，具有优异的防水性能和抗震能力。河北LED电子灌封胶稳定供货

灌封胶材料可分为：硅橡胶灌封胶： 室温硫化硅橡胶 ； 双组份加成形硅橡胶灌封胶； 双
组份缩合型硅橡胶灌封胶。河北LED电子灌封胶稳定供货

    A组分长时间存放出现沉淀，用前未能充分搅拌均匀，造成树脂和固化剂实际比例失调，B组分
长时间敞口存放，吸湿失效；高潮湿季节灌封件未及时进入固化程序，物件表面吸湿。总之，要
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获得一个良好的灌封及固化工艺的确是一个值得高度重视的问题。七、灌封胶施工工艺2.表面处
理八、双组份灌胶工艺案例九、PCBA灌胶的三种方法1、半自动灌胶机在给产品灌胶时，放在流水
线旁，人工将产品放入出胶头下方，按启动开关，机器便自动灌胶，灌胶完毕自动停止。然后操
作人员再将灌好胶的产品放到流水线上即可，半自动灌胶机适合于各类PCBA产品，不论大小。2、
自动灌胶机如果都以小产品居多，灌胶方式也很简单，将产品放入一个治具中，然后将治具放到
灌胶机的台面上，按一下启动，机器便开始灌胶，等所有灌胶完毕之后，自动停止，然后操作人
员将治具从台面上取下，然后放上另一个装好产品的治具，按下启动，以此循环，操作人员要做
的就是放治具，按启动按钮。3、全自动灌胶线将装有产品的治具放到传输线上，机器自动灌胶，
自动送料到烤箱过炉，节省人工，高效运转。以上就是自动灌胶的3种方法，自动灌胶设备的使用
可以更好的节省人工，提高生产效率。河北LED电子灌封胶稳定供货

      南通佰昂密封科技有限公司，成立于2005年，经过两代“佰昂人”十五年的创新努力，
现已发展成为旗下拥有廊坊佰昂密封材料——廊坊中清盈华科技开发——南通佰昂密封科技等三
家子公司。集设计、研发、生产、销售、贸易、服务于一体的系统集成商。

     “佰昂密封科技”勇于创新、技术担当，现拥有各专项证书十余项，被评为河北省高新
技术企业，河北省中小科技创新型企业；与中科院长春应用化学研究所，清华大学建筑设计学院
等多所院校及科研单位，建立产学研联合体，进行项目共同开发。已通过ISO9001质量管理体系
认证，UL、ROHS、耐辐射等前列认证。专业的创新研发团队、严谨的生产运营团队、质量的合作管
理团队，营销网络遍及全国25个省区，百座城市，并出口欧洲，美洲，印度、澳大利亚等国家。

        “佰昂密封科技”产品已被广泛应用于航空、精密电子、医疗、石油、核电、新能
源、医疗体育保健用品，纺织品等行业和领域；产品经过客户多年的应用实践和验证，得到了合
作伙伴高度的评价和认可，树立了质量、可靠、增值的口碑，给我们注入了无穷无尽的前行动力；
与中国航空集团、伟创力（中国）、美埃（中国）、核净等建立了战略合作关系。


